長庚資工系軟硬體專題評分表
	團隊成員
	
	指導教授
	

	專題名稱
	

	請就下列要項審核，詳敘寶貴建議與意見：
1、 綜合評語：創意(25%)、完整性 (25%)、可行性(25%)、口頭(25%)
評級參考：□ outstanding(90分~)、□excellent(80分~)、□commonness (70分~)、□ fair(69分以下)

評分：                               

建議事項：(請評審老師摘要說明須修正之建議事項)
                                            審查委員:           


